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投资者关系

活动类别

☑特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观 □电话会议

□其他

参与单位名称

及人员姓名

国寿资产：孙旭鹏

浙商证券：秦乐恒

东北证券：赵宇阳、邵怡、王若桐、万陈鹏、赵宇天

景顺长城：吴泽煌

五矿信托：康乐

广发证券：石恺

上海银叶：刘欢宇

上海兆顺：张琦佳

歌汝资产：武子皓

时间 2026 年 9 月 7 日

地点 国机精工下属企业郑州磨料磨具磨削研究所有限公司

上市公司接待

人员姓名

董事会秘书：赵祥功

董事会办公室主任：赵金伟

投资者关系助理：汪智婷

投资者关系活

动主要内容介

绍

1.问：超硬材料磨具业务开展情况如何？

答：2026 年上半年，超硬磨具业务收入 3.72 亿元左右，下游应

用分半导体领域和非半导体（汽车、制冷、LED、工模具等）领域。

其中用于半导体领域的产品近几年增长较为显著，上半年同比增速约

40%。公司超硬材料磨具产品性能优越，具有较高的技术门槛，竞争

对手基本为国际跨国企业。

2.问：超硬材料磨具业务在半导体领域的开展情况？

答：近几年，得益于我国半导体产业的发展，公司应用在半导体

领域的产品保持较快增长势头。产品种类上，金刚石工具类已覆盖倒

边轮、减薄砂轮、划片刀、封装刀等产品类型，精密陶瓷制品类已覆

盖陶瓷载盘、陶瓷吸盘、真空卡盘、静电卡盘等产品类型。



3.问：公司精密陶瓷制品业务的情况？

答：公司在半导体领域精密陶瓷产品上处于行业领先地位，该类

产品包括陶瓷载盘、陶瓷吸盘、真空卡盘、静电卡盘等。应用在半导

体领域的精密陶瓷制品，技术开发难度大，产品技术壁垒较高，市场

前景好，是公司未来几年重点推广的产品，公司将加快其市场导入，

持续提升市场占有率。

4.问：公司半导体耗材的客户结构如何？

答：公司半导体客户按产品类型分布较清晰。金刚石工具对应的

客户集中于封装领域，精密陶瓷制品客户以半导体设备厂为主。

5.问：金刚石散热主流产品类型及市场如何比较？

答：行业内主流产品分为单晶金刚石散热片、多晶金刚石散热片

和金刚石铜复合材料三大类。单晶金刚石散热片热导率约 2000W/m·K

以上；多晶金刚石散热片的热导率约 1500W/m·K ；金刚石铜复合材

料热导率约 800W/m·K。市场主要从生产成本、生产工艺、下游适配

场景等维度综合评估。

6.问：公司在金刚石散热领域的产品布局和进展？

答：目前，金刚石散热片和金刚石光学窗口片已有小批量订单，

主要供应国防工业领域，2025 年实现收入超 1000 万元。

在散热领域，公司已形成覆盖金刚石单晶、金刚石多晶及金刚石

铜复合材料的产品矩阵。产业化进展方面，CVD 金刚石产品（含单晶

与多晶）已进入行业头部客户的验证阶段；金刚石铜复合材料已向重

点客户送样验证。在民用散热领域，各技术路线产品目前均处于下游

客户验证阶段，如果进展顺利，年内有望有小批量订单的商业化落地。

7.问：金刚石散热实现产业落地的核心制约因素有哪些？

答：主要受成本约束，与传统散热材料相比，金刚石散热材料的

成本较高，在传统散热材料能够解决散热问题的场景，基本不会采用

金刚石散热方案。目前情况看，随着高性能芯片的进一步发展，传统

散热材料的性能局限逐渐显现，在此背景下，金刚石散热材料有望在

未来成为高性能芯片的必选散热材料。

8.问：公司在商业航天轴承的业务优势如何？

答：公司在航天领域具有很强的竞争力，且因航天轴承应用工况

特殊、技术壁垒和市场门槛高，对可靠性要求高，短期内竞争相对有

序，但长期来看不排除竞争加剧的情形。
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